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Abstract (en)
[origin: US2020299851A1] The invention relates to a composition for electrolytic nickel plating. In order to provide an improved composition, it is
proposed that it comprises one or a plurality of nickel ion sources and a mono-, di- or tri-hydroxybenzene compound, preferably a hydroquinone
compound or the salts thereof or mixtures thereof.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Zusammensetzung zur elektrolytischen Vernickelung. Um eine verbesserte Zusammensetzung bereitzustellen, wird
vorgeschlagen, dass diese eine oder mehrere Nickelionenquellen und eine Mono-, Di- oder Tri-Hydroxybenzolverbindung, vorzugsweise eine
Hydrochinonverbindung, oder deren Salze oder Mischungen davon umfasst.
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